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Klej
Numer produktu
C40339.2 — granulat

Urzadzenia do aplikowania
HB seria 700
HB urzadzenia zbiornikowe do
naktadania

Obszary zastosowania

Klejenie trwale oraz na czas montazu we wszystkich obszarach
przemystu i rzemiosta. Bardzo dobrze nadaje sie do zastosowania
jako masa zalewowa w przemysle elektrycznym i elektronicznym. W
przemysle drzewnym uzywany do wypetniania sekow.

Wiasciwosci

Bardzo krétki czas otwarty, niska lepkos¢. Klej moze by¢ obrabiany
mechanicznie przez urzadzenia skrawajgce. Odznacza sie
sktonnoscig do krystalizacji.

Opis

Typ : klej na bazie poliamidu

Barwa : 206lty, przezroczysty

Wiasnosci : sktadniki kleju sg nieszkodliwe i

produkt nie musi by¢ oznaczony jako
niebezpieczny.
Dane techniczne
Punkt migknienia
Odpornos¢ termiczna

: ok. 180°C (DIN52 011)
: ok. 145°C (WPS 68, Scinanie

100g/cm?)

Lepkos¢ : ok. 250 mPas przy 200°C
(kula/ptytka)

Gestosé : ok. 1,00 g/cm®

Ciato state : 100%

Temperatura pracy 1190 °C - 220°C

Czas otwarty
: ok. 3 s., wzaleznosci od
zastosowanego tworzywa i natozonej
ilosci (natozenie liniowe Srednica 3mm
180°C), tworzywo buk (4mm grubosci)

Czas wigzania
:ok. 2 s., wzalezno$ci od dziatania
izolacyjnego materiatéw, sposobu
naktadania i tworzywa (zob. czas
otwarty)

Wymiar, gabaryty : granulat

Forma dostawy

Granulat — 25-kg-worek

Nieznaczne réznice w barwie kleju sg normalne i nie Swiadczg o
gorszej jakosci.

Przechowywanie

Czas przechowywania przynajmniej 2 lata w temperaturze pokojowej
(DIN50010) w oryginalnym opakowaniu. Nalezy unika¢ goraca (np.
bezposredniego oddziatywania promieni stonecznych) w celu
przeciwdziatania zmianom zewnetrznej formy kleju.

Aplikacja

Powierzchnie klejone muszg by¢ wolne od kurzu, zabrudzen, wilgoci,
tluszczu innych warstw rozdzielajacych. Plastyfikatory zawarte w
tworzywach sztucznych oraz lakiery moga pogorszy¢ trwato$¢ spoiny
klejowej.

Klej natozy¢ punktowo, liniowo lub jako cienka warstwe wzglednie
odpowiednio spryska¢ powierzchnie sprayem — warstwy klejone
natychmiast $cisna¢ ze soba. Krétkotrwaly docisk zwieksza
wytrzymatos¢ spoiny.

Poliamidy pozostajg w réwnowadze z wilgotnoscig powietrza.
Wchtonieta wilgo¢ moze doprowadzi¢ do powstania piany (oparéw) w
trakcie topienia kleju. Radzimy szczelnie zamkng¢ opakowanie po
kazdorazowym wyjeciu kleju, w razie potrzeby pozostawi¢ klej 48
godzin przed obrdbka w temperaturze 50°C do wyschniecia.

Podczas obrébki w otwartych zbiornikach kleje poliamidowe moga
ulegac utlenianiu przy dluzszym oddziatywaniu na nie tlenu
atmosferycznego (pogtebienie barwy, w ekstremalnych wypadkach
tworzenie sie kozucha).

Utleniania mozna unikng¢ poprzez stosowanie na klej w zbiorniku
ostony z suchego gazu ochronnego np. azotu lub poprzez uzywanie
urzadzen na sprezone powietrze z gazem ochronnym np. HB 700.

Srodki ostroznosci

Przestrzegac instrukcji obstugi urzadzen do naktadania kleju.
Uwaga: gorace! Klej oraz dysza urzadzenia osiggaja wysokie
temperatury, ktére w zetknieciu ze skérg moga spowodowac
oparzenia. W takim wypadku nalezy oparzone miejsce obficie pola¢
zimng woda i zasiegng¢ porady lekarskiej.

Kleje po przekroczeniu zalecanej temperatury pracy wytwarzaja
opary, ktére moga spowodowac utrudnienia w oddychaniu. Jesli
zalecang temperature pracy przekracza sie przez dtuzszy okres
czasu, u niektérych os6b moga powstac¢ podraznienia bton $luzowych
w wyniku wdychania oparow.

Nalezy zadba¢ o wtasciwe wietrzenie ciasnych pomieszczen podczas
pracy z wiekszymi iloSciami kleju. Zaleca sie odciggniecie oparéw
kleju zwilaszcza w sytuacji jego obrébki w temperaturze wyzszej niz
200°C.

Uwagi

Nasze karty techniczne oraz inne publikacje majg na celu udzielenie
porady zgodnej z naszg najlepsza wiedza. Ich zawarto$¢ nie jest
prawnie wigzaca. Zalecamy przeprowadzenie w kazdym przypadku
whasnych préb. Obowigzujg nasze ogolne warunki sprzedazy.

Fachowe doradztwo z naszej centrali we Wroctawiu oraz szybka
dostawa gwarantujg Parstwu niezawodng opieke.



